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Recherche pour

Mesures de sections efficaces
Séparations chimiques
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épaisseur : < 20 um
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Conditions:
* Bonne homogénéité

* Dense
* Bien connue

Méthode de fabrication
; CVD (Chemical
Vapor Deposition)
Sedimentation
HIVIPP deposition
SPS (Spark Plasma Sintering)

Encapsulation

Production pour
*  Production de radionucléide
*  “Thick target irradiation”

) 4

épaisseur : 2 20 ym
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Petite ou grande cible?

Recherche pour Production pour
¢ Mesures de sections efficaces .

* Séparations chimiques

Production de radionucléide
*  “Thick target irradiation”

) 4

Conditions:
*  Bonne homogénéité

) 4

e Dense

Petite * Bien connue

cible

Grande
cible

épaisseur : < 20 um épaisseur : 2 20 ym

PVD (Physical Vapor Deposition)
Electrodeposition Electrodeposition

Presse

Encapsulation

Liquid target (perspectives)
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Petite cible pour la recherche

Nous avons développé des cibles minces pour |'électrodéposition

M#* + ze® - > M

Paramétres d’électrodéposition :
Concentration des espéces

pH de la solution

Température de la solution
Intensité ou potentiel a appliquer
Vitesse d’agitation de la solution

K/
0.0

‘0

‘0

X3

8

>

K/

¢

X3

8

Magnetic bar to stir the solution Working electrode
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Petite cible pour la recherche

Nous avons développé des cibles minces pour |'électrodéposition

Magnetic bar to stir the solution

Working electrode

M# + ze" - > M

Paramétres d’électrodéposition :
Concentration des espéces

pH de la solution

Température de la solution
Intensité ou potentiel a appliquer
Vitesse d’agitation de la solution

K/ K/
> 0‘0

8

X3

8

X3

¢

X3

8

Si la solution utilisée est une solution aqueuse, ne
pas appliquer un potentiel plus négatif que -2
V/ENH. Cette limite est appelée le « mur de I'eau ».
Au-dela de cette limite, I'électrolyse de I'eau devient
prédominante et le dépobt peut étre dégradé.

- Bien vérifier que le potentiel standard du
couple du cation métallique est supérieur a -2
V/ENH avant d'envisager son dépot.

Y ARRONAX |




Petite cible pour la recherche

Nous avons développé des cibles minces pour |'électrodéposition

M# + ze" - > M

Si la solution utilisée est une solution aqueuse, ne
pas appliquer un potentiel plus négatif que -2
V/ENH. Cette limite est appelée le « mur de I'eau ».
Au-dela de cette limite, I'électrolyse de I'eau devient
prédominante et le dépobt peut étre dégradé.

Paramétres d’électrodéposition :
Concentration des espéces
pH de la solution
Température de la solution
Intensité ou potentiel a appliquer - Bien vérifier que le potentiel standard du
Magnetic bar to stir the solution Working electrode Vitesse d'agitation de la solution couple du cation métallique est supérieur a -2
V/ENH avant d'envisager son dépot.

K/ K/
> 0‘0

8

X3

8

>

K/

¢

>

K/

8

Avantages : cette technique est simple a mettre en ceuvre et permet de récupérer facilement la matiére enrichie pour la réutiliser, ce
qui est particulierement intéressant puisque les isotopes enrichis sont généralement trés colteux.
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Petite cible pour la recherche

1A 1l
1 2
H He
10079 | A MA _IVA VA VIA VIIA | 40026 |
3 4 5 6 7 8 9 10
Li | Be B|C|N|O]| F|Ne
6.941 | 9.0122 | 10.811 | 12.011 | 14.007 | 15.999 | 18.998 | 20.180
1" 12 13 14 15 16 17 18
Na|M Al|Si| P| S |CI|Ar
22.990 24.3% NB_IVB___ VB VIB VIB I—Vﬂs_li 1B 1IB_| 26.982 | 28.086 | 30.974 | 32.065 | 35.453 | 39.948
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36
K|Ca|Sc|Ti| VICriMn|Fe|Co|Ni|CulZn|Ga|Ge|As|Se|Br| Kr
39.098 | 40.078 | 44.956 | 47.867 | 50.942 54.938 Bosg4s M Saods 72.64 | 74922 | 78.96 | 79.904 | 83.80
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Rb|[{Sr| Y |Zr(Nb|Mo| Tc |Ru{Rh|Pd|Ag|Cd| In|Sn|Sb|Te| I | Xe
85.468 | 87.62 | 88.906 | 91.224 | 92.906 | 95.34 | (98) | 101.07 | 102.91 106.42 112.41 121.76 | 127.60 | 126.90 | 131.29
55 56 5771 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Cs|Ba|talu| Hf | Ta| W |Re|Os| Ir | Pt |Au|Hg| Tl | Pb| Bi | Po| At | Rn
132.91 | 137.33 178.49 | 180.95 | 183.84 | 186.21 | 190.23 | 192.22 } 195.08 20059 L0438 R 20724 208.98 | (209) | (210) | (222)
87 88 |g9.103| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 110 m | 12 14
Fr | Ra|Acir| Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt UunUuuUubi Uuq|
(223) | (226) (261) | (262) | (266) | (264) | (277) | (268) | (281) | (272) | (285) (289)
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 7
La|Ce| Pr|Nd|Pm|Sm|Eu |Gd|Tb D; Ho| Er |Tm|Yb |Lu
138.91 | 140.12 | 140.91 | 144.24 | (145) | 150.36 | 151.96 | 157.25 | 158.93 | 16250 | 164.93 | 167.26 | 168.93 | 173.04 | 174.97
89 90 91 92 93 94 95 3 97 98 99 100 | 101 | 102 | 103
Ac|Th|Pa| U Np Pu|Am|Cm|Bk | Cf |Es [Fm|Md|No| Lr
(227) | 232.04 | 231.04 | 238.03 | (237) | (244) | (243) | (247) | (247) | (251) | (252) | (257) | (258) | (259) | (262)

Eléments pouvant &tre facilement électrodéposés sous forme de dépot métallique.
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Petite cible pour la recherche

1A 1l
1 2
H He
10079 | 1A MA _IVA VA VIA VIIA | 40026 |
3 4 5 6 7 8 9 10
Li | Be B|C|N|O]| F|Ne
6.941 | 9.0122 | 10.811 | 12.011 | 14.007 | 15.999 | 18.998 | 20.180
1" 12 13 14 15 16 17 18
Na|M Al|Si| P| S |CI|Ar
22.990 24.3& NB_IVB___ VB VIB VIB —VillB— 1B 1IB_| 26.982 | 28.086 | 30.974 | 32.065 | 35.453 | 39.948
TR TS — — [ —— I B B
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36
K|Ca|Sc|Ti| VICriMn|Fe|Co|Ni|CulZn|Ga|Ge|As|Se|Br| Kr
39.098 | 40.078 | 44.956 | 47.867 | 50.942 54.938 fssaac B s oas | 72.64 | 74922 | 78.96 | 79.904 | 83.80
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Rb|[{Sr| Y |Zr(Nb|Mo| Tc |Ru{Rh|Pd|Ag|Cd| In|Sn|Sb|Te| I | Xe
85.468 | 87.62 | 88.906 | 91.224 | 92.906 | 95.34 | (98) | 101.07 | 102.91 106.42 112.41 121.76 | 127.60 | 126.90 | 131.29
55 56 5771 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Cs|Ba|tatu| Hf | Ta| W |Re|Os| Ir | Pt |Aul Hg| Tl | Pb| Bi | Po| At | Rn
132.91 | 137.33 178.49 | 180.95 | 183.84 | 186.21 | 190.23 | 192.22 } 195.08 20059 L0438 R 20724 208.98 | (209) | (210) | (222)
87 88 |g9.103| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 110 m | 12 14
Fr | Ra|Acir| Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt UunUuuUubi Uuq|
(223) | (226) (261) | (262) | (266) | (264) | (277) | (268) | (281) | (272) | (285) (289)
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 7
La|Ce| Pr|Nd|Pm|Sm|Eu |Gd|Tb D% Ho| Er |Tm|Yb | Lu
138.91 | 140.12 | 140.91 | 144.24 | (145) | 150.36 | 151.96 | 157.25 | 158.93 | 16250 | 164.93 | 167.26 | 168.93 | 173.04 | 174.97
89 90 91 92 93 94 95 3 97 98 99 100 | 101 | 102 | 103
Ac|Th|Pa| U NP Pu|Am|Cm|Bk | Cf |Es [Fm|Md|No| Lr
(227) | 232.04 | 231.04 | 238.03 | (237) | (244) | (243) | (247) | (247) | (251) | (252) | (257) | (258) | (259) | (262)

Eléments pouvant &tre facilement électrodéposés sous forme de dépot métallique.
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/ ,
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Petite cible pour la recherche

1A 1l
1 2
H He
1.0079 | 1A WA IVA VA VIA VIIA | 50026
3 4 5 6 7 8 9 10
Li | Be BI|C[N|O|F|Ne
6.941 | 9.0122 | 10.811 | 12.011 | 14.007 | 15.999 | 18.998 | 20.180
" 12 13 14 15 16 17 18
Na M Al|Si| P| S |CI|Ar
22.990 24.3% NB_IVB___ VB VIB VIB |—V!£8_—1 1B 11B_| 26.982 | 28.086 | 30.974 | 32.065 | 35.453 | 39.948
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 31 32 33 34 35 36
K|Ca|Sc|Ti| V|CriMn|Fe|Co| NiJCuljZn|Ga|Ge|As| Se|Br | Kr
39.098 | 40.078 | 44.956 | 47.867 | 50.942 54.938 Josgas B ss o3z | 58, 72.64 | 74922 | 78.96 | 79.904 | 83.80
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Rb|[{Sr| Y |Zr(Nb|Mo| Tc |Ru{Rh|Pd|Ag|Cd| In|Sn|Sb|Te| I | Xe
85.468 | 87.62 | 88.906 | 91.224 | 92.906 | 95.94 | (98) | 101.07 | 102.91] 106.42 112.41 121.76 | 127.60 | 126.90 | 131.29
55 56 §7-711 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Cs|Ba|tatu| Hf | Ta| W |Re|Os| Ir | Pt |Aul Hg| Tl | Pb| Bi | Po| At | Rn
132.91 | 137.33 178.49 | 180.95 | 183.84 | 186.21 | 190.23 | 192.22 | 195.08 200.59 R204 38 8 2072 4 208.98 | (209) | (210) | (222)
87 88 | s9.103 | 104 105 | 106 107 | 108 | 109 10 m | 12 114
Fr | Ra|Acir| Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt UunUuu|Uu Uuq|
(223) | (226) (261) | (262) | (266) | (264) | (277) | (268) | (281) | (272) | (285) (289)
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 7
La|Ce| Pr|NdPm|Sm|Eu|Gd|Tb D& Ho|Er [Tm|Yb | Lu
138.91 | 140.12 | 140.91 | 144.24 | (145) | 150.36 | 151.96 | 157.25 | 158.93 | 16250 | 164.93 | 167.26 | 168.93 | 173.04 | 174.97
89 90 91 92 93 94 95 3 97 98 99 100 | 101 102 | 103
Ac|(Th|Pa| U NP Pu|Am|Cm|Bk | Cf | Es |[Fm|(Md|No| Lr
(227) | 232.04 | 231.04 | 238.03 | (237) | (244) | (243) | (247) | (247) | (251) | (252) | (257) | (258) | (259) | (262)

Eléments pouvant &tre facilement électrodéposés sous forme de dépot métallique.

A ARRONAX, nous avons développé avec succes |'électrodéposition du Ni, du
Tl, du Zn et de GasNi, dans différents milieux.
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Petite cible pour la recherche

1A 1l
1 2
H He
1.0079 | IIA WA IVA VA VIA VIIA | 50026
3 4 5 6 7 8 9 10
Li | Be B|C|N|O]| F|Ne
6.941 | 9.0122 | 10.811 | 12.011 | 14.007 | 15.999 | 18.938 | 20.180
1 12 13 14 15 16 17 18
Na|M Al|Si| P| S |CI|Ar
22.990 24.3% NB_IVB___ VB VIB VIB |—V!£8_—1 1B 1IB_| 26.982 | 28.086 | 30.974 | 32.065 | 35.453 | 39.948
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 31 32 33 34 35 36
K|Ca|Sc|Ti| VICriMn|Fe|Co|NijCujlZn|Ga|Ge|As|Se|Br| Kr
39.098 | 40.078 | 44.956 | 47.867 | 50.942 54.938 55 84c B s oaz ] 58, 72.64 | 74922 | 78.96 | 79.904 | 83.80
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Rb|[{Sr| Y |Zr(Nb|Mo| Tc |Ru{Rh|Pd|Ag|Cd| In|Sn|Sb|Te| I | Xe
85.468 | 87.62 | 88.906 | 91.224 | 92.906 | 95.94 | (98) | 101.07 | 102.91] 106.42 112.41 121.76 | 127.60 | 126.90 | 131.29
55 56 | s7711 | 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Cs|Ba|tatu| Hf | Ta| W |Re|Os| Ir | Pt |Aul Hg| Tl | Pb| Bi | Po| At | Rn
132.91 | 137.33 178.49 | 180.95 | 183.84 | 186.21 | 190.23 | 192.22 | 195.08 200.59 R204 38 8 2072 4 208.98 | (209) | (210) | (222)
87 88 |go.103| 104 | 105 | 106 107 | 108 | 109 110 m | 12 14

Fr | Ra|Acir| Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt UunUuu|Uu Uuq|

(223) | (226) (261) | (262) | (266) | (264) | (277) | (268) | (281) | (272) | (285) (289)

58 59 61 62 63 67 68 69 70 tal

57 60 €4 65 66
La|Ce| Pr|Nd|Pm|{Sm|Eu|Gd|Tb D& Ho| Er |Tm|Yb | Lu

138.91 | 140.12 | 140.91 | 144.24 (145) | 150.36 | 151.96 157.25 | 158.93 | 162 164.93 | 167.26 | 168.93 | 173.04 | 174.97

90 9N 92 94 95 98 99 100 101 102 103

89 93 %6 97
Ac|Th|Pa| U ygﬁ Pu|[Am|Cm|Bk | Cf |Es |Fm|Md|No| Lr

(227) | 232.04 | 231.04 | 238.03 (244) | (243) | (247) | (247) | (251) ] (252) | (257) | (258) | (259) | (262)

Eléments pouvant &tre facilement électrodéposés sous forme de dépot métallique.

Pour les autres éléments, I'électrodéposition sous forme métallique est difficile, voire impossible a réaliser.

Il est donc nécessaire de recourir a des approches alternatives.

afag

Qualité

AFNOR CERTIFICATION
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Petite cible pour la recherche

1A 1l
1 2
H He
1.0079 | A WA _IVA VA VIA VIIA | s0026
3 4 5 3 7 8 9 10
Li | Be B|C|N|O]| F|Ne
6.941 | 9.0122 | 10.811 | 12.011 | 14.007 | 15.999 | 18.938 | 20.180
1" 12 13 14 15 16 17 18
Na (M Al |Si| P| S |CI|Ar
| 22.990 | _E'_w_gs NB__IVB___ VB VIB _VIB —ViliB— 1B 1IB_| 26.982 | 28.086 | 30.974 | 32.065 | 35.453 | 39.948
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 31 32 33 34 35 36
K|Ca|Sc|Ti Cr{Mn|Fe |CoNiJCul|Zn IGa IGe| As| Se | Br | Kr
39.098 | 40.078 | 44.956 | 47.867 | 50.942 54.938 55845 ) 72.64 | 74922 | 78.96 | 79.904 | 83.80
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Rb|[{Sr| Y |Zr(Nb|Mo| Tc |Ru{Rh|Pd|Ag|Cd| In|Sn|Sb|Te| I | Xe
85.468 | 87.62 | 88.906 | 91.224 | 92.906 | 95.94 | (98) | 101.07 | 102.91] 106.42 112.41 121.76 | 127.60 | 126.90 | 131.29
55 56 | s7re | 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Cs|Ba|w-tu| Hf | Ta| W |Re|Os| Ir | Pt | Au|Hg|| Tl §Pb| Bi | Po| At | Rn
132.91 | 137.33 178.49 | 180.95 | 183.84 | 186.21 | 190.23 | 192.22 } 195.08 200.59 208.98 | (209) | (210) | (222)
87 88 |g9.103| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 110 m | 12 114
Fr | Ra [Acir| Rf | Db | Sg | Bh | Hs [ Mt [UunUuu[Uu Uuqg
(223) | (226) (261) | (262) | (266) | (264) | (277) | (268) | (281) | (272) | (285) (289)
57 58 59 60 61 68 69 7
La|Ce| Pr |Nd|Pm Er [Tm Lu
138.91 | 140.12 | 140.91 | 144.24 | (145) 167.26 | 168.93 174.97
89 90 91 92 93 94 95 3 97 98 99 100 | 101 | 102 | 103
Ac|Th|Pa| U NP Pu|Am|Cm|Bk | Cf |Es [Fm|Md|No| Lr
(227) | 232.04 | 231.04 | 238.03 | (237) | (244) | (243) | (247) | (247) | (251) | (252) | (257) | (258) | (259) | (262)

Eléments pouvant &tre facilement électrodéposés sous forme de dépot métallique.

. L'électrodéposition en milieu organique est utilisée pour obtenir un dépot non métallique par Molecular Plating.

Cible de Gd (cf article de Vanessa Rhoden, Molecular Plating for
targetry: proof of concept using natGd(p,x)155Tb
cross section measurements)
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Petite cible pour la recherche

1A Ll
1 2
H He
10079 | A MA _IVA VA VIA VIIA | 40026 |
3 4 5 G 7 8 9 10
Li | Be B|C|N|O|F|Ne
6.941 | 9.0122 | 10.811 | 12.011 | 14.007 | 15.999 | 18.998 | 20.180
1 12 13 14 15 16 17 18
Na|M Al[si| P|s|cl|Ar
22.990 zug ng_IVB8 VB _VIB__VIB r ‘"28_ 1 1B 1IB_| 26.982 | 28.086 | 30.974 | 32.065 | 35.453 | 30.048
19 20 21 22 23 24 25 26 2 1 31 32 33 34 35 36
K|Ca|Sc|Ti| V |Cr|Mn|Fe Ga|Ge|As| Se | Br | Kr
39.098 | 40.078 | 44.956 | 47.867 | 50.942 54.938 | 55842 | 7264 | 74922 | 78.96 | 79.904 | 83.80
37 38 39 40 4 42 43 44 49 50 51 52 53 54
Rb[Sr| Y | Zr | Nb[Mo| Tc | Ru In|Sn|Sb|Te| I [Xe
g5.468 | 87.62 | 88.906 92906 | 9534 | (98) | 101.07) 102 Liag2 121.76 | 127.60 | 126.50 | 131.28
=551 56 |s1l 72 73 74 75 76 81 82 83 84 85 86
Cs|Ba|telul Hf | Ta| W | Re | Os Tl | Pb| Bi | Po| At | Rn
137.33 180.95 | 183.84 | 186.21 | 190.23 a8 8 2022 8 208.98 | (209) | (210) | (222)
87 88 89-103 104 105 106 107 108 114
Fr | Ra|Acir| Rf | Db| Sg | Bh | Hs |Uuq|
(223) | (226) (261) | (262) | (266) | (264) | (277) (289)
57 58 59 60 61 68 69 7
Laj Ce| Pr |Nd |Pm Er |Tm Lu
138.91 140.91 | 144.24 | (145) 168.93 174.97
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10 | 101 | 102 | 103
Ac|Th|Pa| U NP Pu|Am|Cm|Bk | Cf |Es [Fm|Md|No| Lr
(227) 231.04 | 238.03 | (237) | (244) | (243) | (247) | (247) | (251) | (252) | (257) | (258) | (259) | (262)

z

Eléments pouvant étre facilement électrodéposés sous forme de dépot métallique.

. L'électrodéposition en milieu organique est utilisée pour obtenir un dépot non métallique par Molecular Plating.

Des travaux sont actuellement en cours utilisant la technique du Molecular Plating.

aFaQ
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Cible épaisse pour la production

Dépot de Bi naturel est fabriqué par PVD pour la production de At-211

O ARRONAX | |




Cible épaisse pour la production

Dépot de Bi naturel est fabriqué par PVD pour la production de At-211

Rb métallique est encapsulé pour la production de Sr-82
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Cible épaisse pour la production

Dépot de Bi naturel est fabriqué par PVD pour la production de At-211

Rb métallique est encapsulé pour la production de Sr-82

Dépot de Ni-64 est fabriqué par électrodéposition pour la production de Cu-64
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Cible épaisse pour la production

Dépot de Bi naturel est fabriqué par PVD pour la production de At-211

Rb métallique est encapsulé pour la production de Sr-82

Dépot de Ni-64 est fabriqué par électrodéposition pour la production de Cu-64

Dépot de TI-205 est fabriqué par électrodéposition pour la production de Pb-203
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Cible épaisse pour la production

=
Dépot de Bi naturel est fabriqué par PVD pour la production de At-211
Rb métallique est encapsulé pour la production de Sr-82 At-211. Cu-64. Pb-203 et Sr-82
— sont produits régulierement au
GIP ARRONAX
Dépot de Ni-64 est fabriqué par électrodéposition pour la production de Cu-64
Dépot de TI-205 est fabriqué par électrodéposition pour la production de Pb-203
=

O aonA.




Cible épaisse pour la production

Le Gd,03 (Gd-155) est mis en forme par pelletisation pour la production de Th-155.

A gauche, un pastille de Gd,0s ;
A droite, la pastille est enveloppée d’aluminium afin d’améliorer sa résistance

mécanique.
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Cible épaisse pour la production

Le Gd,03 (Gd-155) est mis en forme par pelletisation pour la production de Th-155.

A gauche, un pastille de Gd,0s ;
A droite, la pastille est enveloppée d’aluminium afin d’améliorer sa résistance

mécanique.

Un dépot de zinc naturel (Zn-nat) est fabriqué par
électrodéposition pour la production de Cu-67.
Le Zn-70 étant coliteux, le Zn-nat est utilisé pour les essais.
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Cible épaisse pour la production

Le Gd,03 (Gd-155) est mis en forme par pelletisation pour la production de Th-155.

A gauche, un pastille de Gd,0s ;
A droite, la pastille est enveloppée d’aluminium afin d’améliorer sa résistance

mécanique.

Un dépot de zinc naturel (Zn-nat) est fabriqué par
électrodéposition pour la production de Cu-67.
Le Zn-70 étant coliteux, le Zn-nat est utilisé pour les essais.

Un dépot de GasNi, (Ga-nat) est fabriqué par électrodéposition pour la

production de Ga-68.
Le Ga-69 étant colteux, le Ga-nat est utilisé pour les essais.
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Cible épaisse pour la production

Le Gd,03 (Gd-155) est mis en forme par pelletisation pour la production de Th-155.

A gauche, un pastille de Gd,0s ;
A droite, la pastille est enveloppée d’aluminium afin d’améliorer sa résistance

mécanique.

Un dépot de zinc naturel (Zn-nat) est fabriqué par
électrodéposition pour la production de Cu-67.
Le Zn-70 étant coliteux, le Zn-nat est utilisé pour les essais.

Un dépot de GasNi, (Ga-nat) est fabriqué par électrodéposition pour la

production de Ga-68.
Le Ga-69 étant colteux, le Ga-nat est utilisé pour les essais.

S

Th-155, Cu-67 et Ga-68 sont préts en vue

d’une production future.

Y ARRONAX |




Conclusion et perspectives

v’ La technique d’électrodéposition est simple et peu colteuse, et elle permet de récupérer et de recycler facilement les matiéres premiéres, qui sont
souvent onéreuses. Cependant, seuls un nombre limité d’éléments sont compatibles avec cette technique. Une approche alternative est donc nécessaire :
I’électrodéposition en milieu organique, telle que le molecular plating.

v’ La quasi-totalité des lanthanides peut étre déposée par molecular plating avec une bonne reproductibilité, et cette technique est bien adaptée a la
préparation de cibles minces. Les mesures de sections efficaces utilisant des cibles de lanthanides enrichis peuvent donc étre réalisées par molecular
plating. La question de son extension a la fabrication de cibles plus épaisses reste ouverte.

v' Des cibles de type At-211, Cu-64, Pb-203 et Sr-82 sont actuellement utilisées en routine, obtenues par PVD, électrodéposition ou encapsulation.

v' Des cibles pour le Th-155, le Cu-67 et le Ga-68 ont été développées et sont prétes pour une utilisation en production future.

v’ La production du Tb-155 est actuellement a I’étude. Une cible métallique est recommandée afin d’augmenter le rendement de production. Par ailleurs,
afin d’améliorer la pureté du Tb-155 par rapport a la production de Tb-156, un enrichissement en Gd-155 supérieur a 99 % est nécessaire (I’enrichissement
actuel n’est que de 92 %).
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Merci de votre attention

Merci a toute I’équipe de GIP ARRONAX et
Subatech
Et a AG AGR MI2B
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